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Erfindungsanspruch: .

Thermodruckkopf fir warmeempfindliches Drucken mit Druckkontakten, mindestens bestehend aus auf einem Substrat
angeordneten Widerstandsheizelementen aus dinnen tantalhaitigen Schichten, Ansteuerleitungen aus einer dinnen
Kupferleitschicht und einer Schutzschicht, gekennzeichnet dadurch, dafi sich auf der Kupferleitschicht sine als Kontaktieitschicht
{18) fur die Druckkontakte (12) bzw. Leitschutzschicht dienende Leitschutzschicht aus einer Nickel-Eisen-Legierung befindet.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet.der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen Thermodruckkopf aus diinnen Schichten zur visuell sichtbaren, mosaikartig zusammengesetzten
Aufzeichnung der Informationen von Geriten der elektronischen Datenverarbeitung, Biiromaschinen, Fernschreibern und
Faksimilegeraten durch warmeempfindliches Drucken auf Aufzeichnungstrager. Thermodruckkdpfe dienen zum Aufbau von

_. kleinen, gerdusch- und wartungsarmen Geraten, die durch elektrische Signale angesteuert werden.
. Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es sind Thermodruckképfe bekannt, die mit den Methoden der monolithischen, der Dickschicht- sowie der

- Dinnschichttechnologie hergestellt werden. Thermodruckkdpfe aus diinnén Schichten haben gegenlber den beiden anderen

Lésungen den Vorteil, daR eine feinere Strukturierung und damit eine bessere Druckbildqualitat méglich ist. AuRerdem sind
wegen der kleineren Warmekapazitét hohere Druckgeschwindigkeiten méglich.

Dunnschichtthermodruckkdpfe bestehen (iblicherweise aus einem Substrat, Widerstandsschichten zur Bildung von
Widerstandsheizelementen, Leitschichten zur Bilduhg von Ansteuerleitungen fiir die Widerstandsheizelemente und
Schutzschichten zum Schutz der Widerstandsheizelemente und des diesen Elementen unmittelbar benachbarten Teils der
Ansteuerleitungen vor mechanischem Abrieb durch den auf dem Thermodruckkopf schieifenden Aufzeichnungstrager sowie
vor dem Zutritt der Atmosphare und zerstérender Bestandteile des Aufzeichnungstréagers zu den heiRen Tailen des
Thermodruckkopfes. o : .

Zur Realisierung des Thermodrucks missen die Ansteuerleitungen der Widerstandsheizelemente mit-elektronischen
Schaltungen verbunden werden. Als Verbindungen sind Schwei- und Lotverbindungen sowie Druckkontakte iblich.
Druckkontakte nach DD-PS 130222 sind dabei besonders vorteilhaft, da sie ein leichtes Auswechseln des Thermod ruckkopfes
gestatten. Damit kénnen die Thermodruckkdpfe als wechselbare VerschleiRteile benutzt werden, so daR die Lebensdauer der
Drucker vervieifacht wird. Bei Druckkontakten wird ein mit einzelnen Leitungen versehenes Gegenstiick auf Teile der

. Ansteuerleitungen des Thermodruckkopfss gedriickt. Zur Gewahrleistung eines sicheren Kontaktes werden die zu verbindenden
. Leitungen von Thermodruckkopf und Gegenstiick analog zu Steckverbindungen mit einem geeigneten korrosionsfesten
Edelmetall, meistens Gold, beschichtet. Zuveridssige Druckkontakte, die den erforderlichen klimatischen Belastungen -

standhalten, werden allgemein nur auf der Grundlage von Edeimetallen realisiert. Damit werden derartige Druckkontakte
teuer. ) S . :

Galvanisch hergestelite Druckkontakte, wie sie in DD-PS 130222 beschrieben werden, haben auierdem den Nachteil der
unsicheren Haftfestigkeit des Gesamtschichtsystems und siner unbefriedigenden GleichmaRigkeit der Schichtdicke.

Als Widerstandsschichten werden insbesondere Tantailegierungen eingesetzt, da sie sich durch hohe Waérmebesténdigkeit und
groBe Zuverléssigkeit auszeichnen {US-PS 3973106). Die schiechte Atzbarkeit dieser Widerstandsschichten zwingt zum Einsatz
von Atzmittein, gegen die tbliche Fotolacke nicht in ausreichenderm MaRe besténdig sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
dtzbesténdige Leitschichten einzusetzen, die ais Atzresist fiir das Atzmittel der Widerstandsschichten wirken und gleichzeitig
einen guten Haftgrund fiir die nachfolgend aufzubringende Schutzschicht realisieren. Bekannte derartige Leitschichten sind
Aluminium oder Gold (US 3973106) oder auch Chrom-Gold bzw. Nickei-Chrom-Gold (IEEE Transactions PHP 12 (1976), Sept.
8.223). Der Einsatz von Aluminium hat dabei den Nachteii, da3 ein Druckkontakt nicht realisierbar ist, sondern eine aufwendige
SchweiBverbindung eingesetzt werden muf, die ein leichtes Auswechseln des Kopfes verhindert. Goldieitschichten hingegen
kénnen gleichzeitig als Kontaktschicht zur Realisierung eines Druckkontaktes dienen. Solche Goldschichten werden durch
bekannte Methoden der Dﬂnnschichttechnclogike wie Aufdampfen oder Aufstauben aufgebracht. Hierbei entstehen jedoch.
durch parasitdre Beschichtungen groRe Edelmetaliveriuste.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist, bei einem Thermodruckkopf mit diinnen tantalhaltigen Widerstandsschichten einen Druckkontakt zu
realisieren und der Ersatz von Gold durch ein wesentlich billigeres Materiai, wobei der Thermodruckkopf in seinen
Gebrauchseigenschaften und seinem Herstellungsaufwand bekanriten Losungen nicht nachstehen soll.

Wesen der Exfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, sinen Thermodruckkopf mit diinnen tantalhaitigen Widerstandsschichten, mit Ansteuerleitungen
aus einer diinnen Kupferleitschicht und mit einer Schutzschicht, in einem billigeren Material auszufiihren, das in den
wesentlichen Eigenschaften Druckkontaktféhigkeit, Atzresistenz gegen bekannte Atzmittel der tantalhaitigen
Widerstandsschicht und Haftvermittiung zwischen Leitschicht und Schutzschicht den Eigenschaften von
Goldleitschutzschichten entspricht. )

ErfindungsgemaR wird dies dadurch geldst, daR sich auf der Kupferleitschicht eine als Kontaktschicht fiir die Druckkontakte bzw.
Leitschutzschicht dienende Leitschutzschicht aus einer Nickel-Eisen-Legierung befindet.’ '
Der Vorteii der Erfindung besteht darin, da ein Thermodruckkopf entwickeit wurde, der mit einfachen Methoden der

_ Dinnschichttechnologie hergestellt werden kann, chne Edeimetalle auskommt und bei Bedarf leicht ausgewechseit werden -

kann. Es wurde ein technisch verwertbarer Druckkontakt geschaffen, der (iber die gesamte Lebensdauer des Thermodruckkopfes
zusammen mit einem zweiten Kontaktpartner unter der Einwirkung aggresiver industrieatmospharen einen ausreichend
niederohmigen Kontakt durch einfaches Andriicken der beiden Kontaktpartner ergibt.
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Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausfuhrungsbelsplel néher erliutert. Die zugehdrige Zeichnung zeigt eine
perspektivische Ansicht eines Thermodruckkopfes 1 zusammen mit einer flexiblen Leiterplatte 2.

In der Zeichnung sind zwei auf einem nichtleitenden Substrat3 angeordnete Widerstandsheizelemente 4 mit xhren zugehdrigen
Ansteuerleitungen 5 nicht maBstéblich dargestellt. Die Ansteuerleltungen 5 sind an ihrem hinteren Ende (ber einen
gemeinsamen Leiter 6 miteinander verbunden, wobei dieser Leiter Giber eine gemeinsame Ansteuerieitung 7 nach auf3en gefuhrt
-ist. Die Widerstandsheizelemente 4 entstehen dadurch, daR an den betreffenden Stellen eine sonst vorhandene Leitschicht 8
_entfernt worden ist und nur eine Widerstandsschicht 9 zur Stromleitung zur Verfigung steht.

Durch Anlegen von impulsformigen Spannungen zwischen den Ansteuerleitungen 5 und der gemeinsamen Ansteuerleitung 7
-erwérmen sich die Widerstandsheizelemente 4 kurzzeitig und ein mit den Widerstandsheizelementen 4 in thermlschem Kontakt
stehender, nicht dargesteliter, warmeempfindlicher Aufzeichnungstrager wird punktférmig geschwérzt.

Zum Schutz der Widerstandsheizelemente 4 und der Ansteuerleitungen 5 sowie der gemeinsamen Ansteuerieitung 7 vor »
thermischen und mechanischen Beanspruchungen wéhrend des laufenden Thermodruckbetriebes ist im Schutzschichtbereich

eine Schutzschicht 11 fest mit dem Thermodruckkopf 1 verbunden. Zur (ibersichtlichen Darstellungvist die Schutzschichtin der -

Zeichnung nicht vollstédndig dargestellt worden.

Die elektrische Verbindung zwischen dem Thermodruckkopf 1 und elektronischen Schaltungen zur Erzeugung der
impulsférmigen Spannungen wird Gber Druckkontakte 12 und die flexible Leiterplatte 2 hergestellt. Hierzu werden die auf der .
flexiblen Leiterplatte 2 befindlichen Druckkontaktgegensticke 13 mit einer nicht dargestellten Andruckvorrichtung innerhalb des
Druckkontaktbereiches 14 auf die Ansteuerleitungen 5 und die gemeinsame Ansteuerleitung 7 gedriickt. Damit entsteht eine
leicht ldsbare Verbindung zwischen Thermodruckkopf 1-.und elektronischer Schaltung, so daR der Druckkopf bei
VerschlieiBerscheinungen ahnlich einfach wie das Abtastsystem eines Plattenspielers ausgewechselt werden kann.

Bei Thermodruckkdpfen wie sie fir Streifendrucker iblich sind, sind etwa 80 Druckkontakte mit Mittenabstanden in der -
GroRenordnung von 0,6 mm gleichzeitig zuverldssig herzusteilen. Um korrosiven Erscheinungen vorzubeugen, wurden daherin
‘bisherigen Ldsungen als Kontaktpartner ausschlieBlich Edeimetalle vor allem in Form von Au eingesetzt. Bei dem geschilderten

Ausfiihrungsbeispiel wird dagegen als Kontaktschicht 15 auf dem Thermodruckkopf 1 eine Legierung aus etwa80% Miund 20%

Fe singesetzt. Als Druckkontaktgegenstiick 13 wird eine Au-Schicht 16, die sich auf einer Ni-Schicht 17 und einer Cu-Schicht 18
befindet, eingesetzt. Damit ist auf dem gesamten Thermodruckkopf 1 keine Au-Schicht mehr erforderlich, und es entfallen die’ -
starken Goldveriuste durch parasitdre Beschichtungen bei Vakuumbeschichtungen bzw. die Haftfestigkeitsprobleme bei der .
galvanischen Vergoidung dinner aufgedampfter bzw. gestdubter Schichten. Die Vergoldung der Druckkontaktgegenstiicke 13
ist unproblematisch, wenn sie an den geétzten und vernickelten Cu- Schlchten 18 vorgenommen wird.
Die Ni-Schicht 17 hat dabei die Funktion einer Diffusionsbarriere.
Prifungen unter verscharften klimatischen Bedingungen ergaben, daR geschiossene Druckkontakte 12 mit Kontaktschichten 15
aus FeNi die gleiche Qualitat wie Druckkontakte 12 mit Kontaktschichten 15 aus Au aufwiesen. Die gleichen Prifungen an offenen
Druckkontakten ergaben nach Ende der verscharften klimatischen Beanspruchung und SchiieBung des Druckkontaktes bei'den
Kontaktschichten 15 aus FeNi hdhere Kontaktwiderstinde.lm praktischen Betrieb kénnte dieser Fall durch langere Lagerung der
Druckkopfe bei Verwendung als Ersatzteil auftreten. Durch Eintauchen des Druckkontaktbereichés 14 in einen abziehfahigen
Korrosionsschutzlack, wie er z. B. als Korrosionsschutz fiir blanke Metallteile von Kraftfahrzeugen verwendet wird, lassen sich die
Druckkontakte 12 gelagerter Druckkdpfe wirksam schiitzen. Unmittelbar vor der gewiinschten Inbetriebnahme des ’
Druckkontaktes 148t sich dann der Korrosionsschutziack durch einfaches Abziehen entfernen. Kontaktschichten 15 aus FeNi
stellen auch einen guten Haftgrund fiir Schutzschichten 11 dar. Als Schutzschichten 11 kénnen z.B. SiO,-Schichten oder auch
kombinierte Schichten aus Si0O, und Ta,0s eingesetzt werden. Die Widerstandsschicht 9 besteht aus einem tantalhaitigen
Material wie z.B. Ta;N oder TaAl. Als Leitschicht 8 wird Cu eingesetzt, das leicht aufzubringen und zu strukturieren ist. Die
Funktion der Kontaktschicht 15 als 4tzbesténdige Leitschutzschicht soll nachfolgend aneiner vortellhaften Ausfuhrungsform
beschrieben werden.
Es werden folgende Herstellungsschntte angewendet:
1. Beschichten eines Substrates 1 aus Glas bzw. glasierter Keramik nachemander mit

— einer Unterschicht 19 aus Ta,0s durch reaktives Zerstauben einer Ta-Katode in giner O, enthaltenen Edelgasatmosphare,

— der Widerstandsschicht 9 aus Ta;N durch reaktives Zerstiuben der Ta-Katode in einer N, enthaltenen Edelgasatmosphére,

- — der Leitschicht 8 aus Cu durch Zerstauben einer Cu-Katode in einer Edelgasatmosphiére,

— der Kontaktschicht 15 aus Fe/Ni 20/80 dufch Zerstiauben einer Katode gleichen Materials in einer Edelgasatmosphare Die .

Beschichtungen erfolgen ohne Zwischenbel{iftungen.

Zur rationellen Aufstdubung vor allem der Cu- und FeNi-Schichtenistes zweckmaﬁig, Hochratezerstaubungsque”en vom

Plasmatron-(Magnetron-)Typ einzusetzen. )
2. Ambrmgen einer Fotolackmaske der Leitungsstruktur mit den bekannten Methoden der Fotolithografie.
3. Glexchzemges Atzen der Kontaktschicht 15 und der Leitschicht 8 mit 30%iger Etsen(lll)-chlondlosung

4. Atzen der Widerstandsschicht 9 mit einer waBngen Lésung aus 20 Vol.-% konzentrierter Salpetersaure und 20 Vol -%
konzentrierter FluBséure.
~ Dieses Atzmittel 4tzt gut die tantalhaltige Wlderstandsschncht 9. Es greift jedoch auch Glas, Fotolack und Kupfer an. Die
Unterschicht 19 schitzt dabei das Substrat 3, und die Kontaktschicht 15 schitzt die Leitschicht 8 aus Cu die sonst durch den
Fotolack nur ungentligend geschiitzt wird.

5. Aufbringen einer Fotolackmaske der Widerstandsheizelemente 4.

6. Gleichzeitiges Wegatzen der Kontaktschicht 15 und der Leitschicht 9 (iber den Stellen der Widerstandsheizelemente 4 mit dem

Atzmittel von Punkt 3. _
7. Aufstauben der Schutzschicht 11.
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